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一种半导体装置巨量转移方法和系统

(57)摘要

一种半导体装置的巨量转移方法和系统，其

中方法包括：提供形成于原生基板(100)的半导

体装置(200)；提供涂布有黏着层(30)的中转基

板(10)，黏着层(30)的粘性与温度大小成正比；

将半导体装置(200)远离原生基板(100)的一侧

与黏着层(30)粘贴以将半导体装置(200)粘贴于

黏着层(30)；从半导体装置(200)剥离原生基板

(100)，且在剥离过程中黏着层(30)温度增加；利

用转移装置(20)抓取半导体装置(200)以使半导

体装置(200)从中转基板(10)剥离；利用转移装

置(20)将半导体装置(200)转移至目标基板

(300)，以将半导体装置(200)安装于目标基板

(300)。
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